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【57】發明摘要：

本發明係為一種具多孔性散熱體之微通道散熱座及其散熱方法，包括有：一座體，內部

設置有複數個貫穿之微通道具有一軸向長度，該微通道分別包含有一入口端、一出口端及一

通道空間，該入口端連通該通道空間至該出口端，且該通道空間設置有一第一邊及一第二

邊；複數個多孔性散熱體，設置於各通道空間之第一邊及第二邊，且於兩多孔性散熱體間形

成一流道。藉由該多孔性散熱體使通過之液體局部對流增加，並且於兩多孔性散熱體間形成

該流道，藉此降低通道壓降避免需要更大的輸出功率，進而達到提升散熱效率及效能之功

效。
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